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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の構造体がそれぞれ間隔をあけて表面に配された基板に、保護層を形成する保護層
付き基板の製造方法であって、
前記保護層は、樹脂層とチャック用フィルムとから構成され、
（１）各構造体間、各構造体表面、および前記複数の構造体を有する基板面に、前記樹脂
層を形成する工程と、
（２）前記樹脂層上に前記チャック用フィルムを形成し、前記保護層を形成する工程と
を少なくとも含むことを特徴とする保護層付き基板の製造方法。
【請求項２】
　前記構造体が、インクが通るインク流路、インクが飛び出すエネルギーを発生させる吐
出圧力発生素子が形成されているインクチャンバーおよび、インクが飛び出すインク吐出
口のうちの少なくとも１つのパターンを形成する請求項１記載の保護層付き基板の製造方
法。
【請求項３】
　前記工程（１）において、スピンコート法によって液状樹脂を各構造体間、各構造体表
面、および前記複数の構造体を有する基板面に塗布しベークを行うことで、前記樹脂層を
形成する請求項１または２記載の保護層付き基板の製造方法。
【請求項４】
　前記液状樹脂の粘度が、２５℃にて０．２Ｐａ・ｓ以上０．８Ｐａ・ｓ以下である請求
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項３に記載の保護層付き基板の製造方法。
【請求項５】
　前記樹脂層として、熱可塑性樹脂を用いる請求項１から４のいずれか１項に記載の保護
層付き基板の製造方法。
【請求項６】
　　前記工程（２）において、前記樹脂層をその樹脂層の軟化点以上に加熱しながら、そ
の樹脂層上に前記チャック用フィルムを形成する請求項１から５のいずれか１項に記載の
保護層付き基板の製造方法。
【請求項７】
　　前記樹脂層の軟化点が、３０℃以上１００℃以下である請求項１から６のいずれか１
項に記載の保護層付き基板の製造方法。
【請求項８】
　前記樹脂層が、環化ゴムを主原料とする請求項１から７のいずれか１項に記載の保護層
付き基板の製造方法。
【請求項９】
　前記工程（２）において、減圧下で前記チャック用フィルムをラミネートする請求項１
から８のいずれか１項に記載の保護層付き基板の製造方法。
【請求項１０】
　前記チャック用フィルムが、導電性フィルムである請求項１から９のいずれか１項に記
載の保護層付き基板の製造方法。
【請求項１１】
　前記導電性フィルムが、導電性高分子フィルムである請求項１０記載の保護層付き基板
の製造方法。
【請求項１２】
　前記導電性フィルムが、ＩＴＯフィルムである請求項１０記載の保護層付き基板の製造
方法。
【請求項１３】
　請求項１から１２のいずれか１項の製造方法により製造された保護層付き基板に対して
、少なくとも１回以上、真空プロセスを行う工程を含むことを特徴とする基板加工方法。
【請求項１４】
　前記真空プロセスのうちの少なくとも１回が、保護層付き基板に対して行うドライエッ
チングである請求項１３に記載の基板加工方法。
【請求項１５】
　前記真空プロセスのうちの少なくとも１回が、保護層付き基板に対して行う真空成膜で
ある請求項１３または１４に記載の基板加工方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の構造体がそれぞれ間隔をあけて表面に配された基板に保護層を形成す
る保護層付き基板の製造方法、およびその保護層付き基板を用いた基板加工方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　インクジェット記録装置では、インクジェットヘッドに配列された複数のインク吐出口
から微細な液滴状のインクを吐出して画像記録を行う。
一般に、インクジェット基板には、切り出し方位が＜１００＞のシリコン単結晶基板（以
下、単にシリコン基板とも言う）に、表と裏を貫通するインク供給口が形成されたものを
用いる。また、インクは、このインク供給口よりインクジェット基板上に形成されたイン
ク流路を通り、圧力発生素子が形成されたインクチャンバーへ流入する。そして、圧力発
生素子より吐出圧力を発生させることで、インクチャンバーに形成されたインク吐出口よ
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りインクが飛翔することで印刷される。なお、便宜上、これらインク流路、インクチャン
バーおよびインク吐出口のパターンを形成する部材を総じてインクジェット構造体と呼称
する。なお、インクジェット構造体は、１つの部材から構成されていても良く、複数の部
材から構成されていても良い。
【０００３】
　インク供給口を形成するタイミングとしては、大きく分けて２つ存在する。一つは、イ
ンク供給口を形成した後にインクジェット構造体を形成する方法で、もう一つは、インク
ジェット構造体を形成した後に、インク供給口を形成する方法である。後者の方法におい
ては、基板の表面に形成されたインクジェット構造体が邪魔するために、基板の裏面より
インク供給口を加工および形成することが求められる。
【０００４】
　インク供給口を形成する方法としては、ウェットエッチングやレーザー加工など、数々
の方法が提案されている。その方法の一つとして、ドライエッチングを用いて形成する方
法がある。ドライエッチングを用いた供給口形成では、インクジェット構造体が形成され
た基板の表面を静電チャックにより固定することが求められる。
【０００５】
　しかしながら、一般的にインクジェット構造体の表面は平面ではなく、凸部、凹部また
は凹凸を有しており、これらのインクジェット構造体を複数、それぞれ間隔をあけて基板
上に配置することもある。このため、インクジェット構造体自体に大きな段差があったり
、インクジェット構造体の間に空隙があったりするために、安定的な静電チャックが難し
いことがある。なお、インクジェット構造体の厚みは一般的に５～１００μｍ程度である
ことが知られている。
【０００６】
　また、インクジェット構造体が導電性を有さない材料（例えば樹脂材料）で形成されて
いる場合は、誘電率が低いことから、静電チャック自体が困難な場合がある。これに対し
、静電チャックの電極電圧を高くすることでチャッキング可能ではあるが、その結果、高
電圧を要することから静電チャック電源が大型化するとともに周囲の部分と放電を起こし
やすくなる場合がある。
【０００７】
　このような状況の中、特許文献１によれば、静電チャックを容易に達成させるための構
成が開示されている。特許文献１では、低電圧で静電チャックすることが難しいガラス基
板に対して、導電層（詳しくは、導電性フィルム）を形成することにより、容易に静電チ
ャックが可能となることが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００２－３６８０７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、インクジェット構造体が形成されたインクジェット基板に特許文献１の
技術を適応した場合、以下のような場合がある。即ち、導電層に相当するチャック用フィ
ルムと、インクジェット構造体が有している段差との間に空隙が存在することがある。
【００１０】
　また、これらのインクジェット構造体を複数、それぞれ間隔をあけて基板表面に配した
場合には、チャック用フィルムを形成した際に、インク構造体が有している段差とチャッ
ク用フィルムとの間の他に、各インクジェット構造体の間に空隙が存在することがある。
【００１１】
　図３に示すように、複数の構造体２がそれぞれ間隔をあけて表面に配された基板１を用
いた場合は、各構造体の表面が段差を有さずに平面であってもチャック用フィルム５を形
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成した際に、各構造体間に空隙３が生じてしまうことがある。このような空隙が存在する
状態でドライエッチング等の真空プロセスを行おうとすると、減圧下で空隙が成長をはじ
め、導電層（導電性フィルム）の剥がれに至ってしまうことがある。
【００１２】
　特に、インクジェット構造体の表面は撥水処理されていることが多いため、撥水面への
フィルムの粘着力がより低下する傾向があり、フィルムの剥がれが発生しやすくなる。
【００１３】
　ここまで、インクジェット基板に関る課題点を挙げてきたが、上述したインクジェット
構造体などの構造体を表面に複数それぞれ間隔をあけて配する基板においては、空隙の存
在が共通の課題となる。
【００１４】
　本発明の目的は、以下の通りである。即ち、チャック用フィルムを形成する際に生じる
空隙を低減して、減圧下での該フィルムの剥がれを低減するとともに、安定的な静電チャ
ック行う際に十分な平坦性を該フィルムの表面に形成する保護層付き基板の製造方法及び
基板加工方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明においては、従来の課題を解決するために以下の製造方法により保護層付き基板
を作製する。
即ち、複数の構造体がそれぞれ間隔をあけて表面に配された基板に、保護層を形成する保
護層付き基板の製造方法であって、前記保護層は、樹脂層とチャック用フィルムとから構
成され、
（１）各構造体間、各構造体表面、および前記複数の構造体を有する基板面に、前記樹脂
層を形成する工程と、
（２）前記樹脂層上に前記チャック用フィルムを形成し、前記保護層を形成する工程と、
を少なくとも含むことを特徴とする保護層付き基板の製造方法である。
【００１６】
　また、本発明は、前記保護層付き基板に対して、少なくとも１回以上、真空プロセスを
行う工程を含むことを特徴とする基板加工方法である。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明により、チャック用フィルムを形成する際に生じる空隙を低減して、減圧下での
該フィルムの剥がれを低減するとともに、安定的な静電チャック行う際に十分な平坦性を
該フィルムの表面に形成する保護層付き基板の製造方法及び基板加工方法が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の製造方法および基板加工方法の各工程を説明するための代表的な断面図
である。
【図２】本発明の製造方法および基板加工方法の実施例を説明するための断面図である。
【図３】従来技術を用いて形成したチャック用フィルムを有する基板を用いた真空チャン
バー内での処理を説明するための代表的な断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本発明に用いる基板表面に配される複数の構造体の形状や材質は、必要に応じて選択す
ることができる。各構造体表面は凹凸を有していても良く平面であっても良く、その複数
の構造体の形状がそれぞれ異なっていても良い。また、構造体は導電性を有していても有
していなくても良い。
【００２０】
　本発明によれば、複数の構造体がそれぞれ間隔をあけて表面に配され、その構造体表面
に段差や各構造体間に空隙を有する基板であっても、樹脂層がその段差部や各構造体間の
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空隙を埋め込む。このために、チャック用フィルムを形成したときに発生してしまう空隙
を低減することが可能となる。その結果、減圧下に基板がさらされるドライエッチング等
の真空プロセスにおいても、空隙が少ないために、空隙の膨張によるチャック用フィルム
の剥がれを低減することが可能となりうる。
【００２１】
　また、本発明では、樹脂層をその樹脂層の軟化点以上に加熱しながら、その樹脂層上に
チャック用フィルムを形成することが好ましく、これにより安定的に静電チャックをする
際に十分な平坦性をチャック用フィルムの表面に容易に形成可能となりうる。
【００２２】
　以下、図面を参照し、本発明の実施形態について詳細に説明する。但し、後述する実施
形態は、本発明の範囲を限定するものではなく、本発明をこの技術分野における通常の知
識を有する者に十分に説明するために提供されるものである。
【００２３】
　なお、本発明は、複数の構造体がそれぞれ間隔をあけて表面に配された基板に、保護層
を形成する保護層付き基板の製造方法、およびその保護層付き基板を用いた基板加工方法
であり、保護層とは、後述する樹脂層と、チャック用フィルムとから構成される。
【００２４】
　図１（ａ）～（ｃ）は本発明の保護層付き基板の製造過程における基板の断面図を示し
、図１（ｄ）は本発明の基板加工方法における基板の断面図を示す。
【００２５】
　図１（ａ）は、複数の構造体２が表面に形成された基板１を表している。複数の構造体
表面は平面であり、各構造体は間隔をあけて配置されており、各構造体間には空隙３が存
在する。
【００２６】
　この基板１は、例えばインクジェット基板であっても良い。その場合、構造体２は、イ
ンクが飛び出すインク吐出口、インクが飛び出すエネルギーを発生させる吐出圧力発生素
子が形成されているインクチャンバー、および、インクチャンバーへインクを導くための
インク流路のうちの少なくとも１つのパターンを形成することができる。即ち、本発明の
製造方法および基板加工方法は、インクジェット構造体とインクジェット基板とから構成
されるインクジェットヘッドに適用することができる。
【００２７】
　なおインクジェット構造体とは、インク流路、インクチャンバーおよびインク吐出口の
パターンを形成する部材の総称であり、インクジェット構造体は、１つの部材から形成さ
れていても良く、複数の部材から形成されていても良い。
【００２８】
　次に、図１（ｂ）のように、各構造体間、各構造体表面、および複数の構造体を有する
基板面８に、樹脂層４を形成する（工程（１））。
【００２９】
　その形成方法としては、基板上に樹脂層を形成する公知の方法を用いることができるが
、液状樹脂をスピンコート法により各構造体間、各構造体表面、および複数の構造体を有
する基板面８に塗布し、ベーク（焼き付け）することが好ましい。これによって、液状樹
脂が空隙３に入りこみ、構造体間の空隙を緩和することになる。なお、液状樹脂は、後述
する樹脂層の材料とその材料を溶解する溶質よりなり、溶質としては、例えば、アセトン
、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン、トルエン、キシレ
ン、シクロヘキサンなどが適用可能である。
【００３０】
　液状樹脂の粘度は、２５℃にて０．２Ｐａ・ｓ以上０．８Ｐａ・ｓ以下（２００ｃＰ以
上８００ｃＰ以下）であることが好ましい。液状樹脂の粘度が、０．８Ｐａ・ｓ以下であ
ると、各構造体間の埋め込み性が低下することを容易に防ぎ、各構造体の間にボイドを形
成することを容易に防ぐことができる。また、粘度が０．２Ｐａ・ｓ以上であると、構造
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体間の底に液状樹脂の大半が流れ込むことを容易に防ぐことができ、空隙３全体を樹脂層
４でコーティングすることが難しくなることを容易に防ぐことができる。
【００３１】
　なお、上記粘度は、２５℃条件下にてＥ型粘度計を用いて測定した値である。
【００３２】
　樹脂層４の材料としては、後の工程にて加熱により軟化させる操作を行うことが好まし
いため、熱可塑性樹脂であることが好ましく、環化ゴムを主原料とする樹脂が好適に用い
られる。その他、アクリル樹脂やポリイミド樹脂等も適用可能である。また、周辺の材料
により耐熱温度は変わってくるが、樹脂層の軟化点は３０℃以上１００℃以下が好ましく
、この範囲から選択することで取り扱いが容易となる。これらの樹脂を上述した溶質に溶
解させ液状樹脂とすることができる。
【００３３】
　次に、図１（ｃ）に示すように、チャック用フィルム５を前記樹脂層４の上に形成する
（工程（２））。これにより本発明の保護層付き基板９を得ることができる。その際、そ
の樹脂層４をその樹脂層の軟化点以上に加熱しながら、樹脂層上にチャック用フィルムを
形成することが好ましい。軟化点以上に樹脂層４を加熱することによる効果としては二点
ある。一点目は、樹脂層４の軟化点以上にした状態で、樹脂層４と、チャック用フィルム
５とを貼り合わせることで、チャック用フィルム５と樹脂層４との密着性をより向上させ
ることができる点である。もう一点は、軟化点以上の状態で、樹脂層４と、チャック用フ
ィルム５と貼り合わせることで、樹脂層表面の平坦化をアシストすることができる点であ
る。
【００３４】
　加熱温度としては、使用する樹脂層にもよるが、例えば、樹脂層として、軟化点が４０
℃に調整された環化ゴム系樹脂を用いた場合は、８０℃程度で貼り付けることで、樹脂層
４とチャック用フィルム５との密着性、及び、平坦性を容易に良好とすることができる。
なお、上述したように、保護層６は、樹脂層４と、チャック用フィルム５とから構成され
る。
【００３５】
　なお、樹脂層４上にチャック用フィルム５を形成する際には、減圧下でチャック用フィ
ルム５をラミネートすることにより樹脂層４とチャック用フィルム５とを貼り合わせても
よい。このようにする事で、樹脂層４とチャック用フィルムと５を貼り合わせたときに形
成されてしまうマイクロボイドを容易に最小限に抑えることが可能となり、より一層、ド
ライエッチング等の真空プロセスでのチャック用フィルム５の剥がれを軽減できる。
【００３６】
　なお、チャック用フィルム５は、導電性を有する導電性フィルムであってもよい。チャ
ック用フィルムに導電性を持たせることで、後の工程にて静電チャックを行う際に、フィ
ルム自体が低電圧で分極して静電チャックが容易となりうる。導電性フィルムの材料とし
ては、導電性ポリマーやＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）を所望の基材に形
成されたものを用いることが好ましい。即ち、導電性フィルムは導電性高分子フィルムお
よびＩＴＯフィルムのいずれかであることが好ましい。導電性フィルムに用いる基材とし
ては、例えば、ポリエチレンナフタレート樹脂（ＰＥＮ樹脂）、およびポリイミド樹脂を
用いることができる。
【００３７】
　ついで、以上より得られた保護層付き基板９に、少なくとも１回以上、真空チャンバー
内で所定の処理を施す。真空チャンバー内での所定の処理（真空プロセス）としては、例
えばドライエッチングおよび真空成膜を挙げることができ、これらの真空プロセスを行っ
ても、本発明では、チャック用フィルムの剥がれの発生を軽減可能で、静電チャックが可
能となりうる。なお、図１（ｄ）では、真空チャンバー内での所定の処理として真空成膜
を行い、基板の保護層を有する面と対向する面に膜７を形成している。
【００３８】
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　以下に、樹脂層を加熱した状態でチャック用フィルムと貼り合せることによる、インク
ジェット構造体が形成された基板の表面に保護層を形成した場合の基板表面の平坦性に対
する影響を調べた実験例を示す。具体的には、軟化点の異なる３種類の樹脂層材料をそれ
ぞれ用いて樹脂層を形成し、その樹脂層を加熱しないで樹脂層上にチャック用フィルムを
貼り合わせた場合と、その樹脂層を８０℃に加熱をして樹脂層上にチャック用フィルムを
貼り合わせた場合とを比較した。
【００３９】
　尚、実験に用いたインクジェット構造体により形成される段差（インクジェット構造体
の厚み）は５０μｍであった。また、平坦性の評価は、非接触三次元測定装置（三鷹光器
（株）製　商品名：ＮＨ－３Ｎ）を用いて表面高さを多点測定することによって行い、そ
れら測定点の最大値と最小値の差により評価した。なお、評価基準は以下の通りである。
◎：平坦性の改善が大幅にみられた（最大値と最小値の差が１０μｍ未満）。
○：平坦性に改善がみられた（最大値と最小値の差が１０μｍ以上、４０μｍ未満）。
△：平坦性に改善がほとんどみられなかった（最大値と最小値の差が４０μｍ以上）。
【００４０】
【表１】

【００４１】
　表１より、軟化点が貼り付け温度（樹脂層を加熱した温度）である８０℃より高いポリ
エステル系樹脂材料では加熱の有無により平坦性に差は発生しなかった。一方、軟化点が
貼り付け温度より低い環化ゴム系樹脂やワックス系樹脂では樹脂層を８０℃以上に加熱を
しながらチャック用フィルムと貼り合わせることで、平坦性の改善がみられた。特に軟化
点が約４０℃の環化ゴム系樹脂では、平坦性に大きな改善がみられた。これらの平坦性の
改善は、樹脂層をその樹脂層の軟化点以上に加熱をすることで、樹脂層が流動性を持ち、
チャック用フィルムを貼り合わせる際に、平坦化する効果がより向上するためである。
【実施例】
【００４２】
　以下、実施例により、本発明の保護層付き基板の製造方法および基板加工方法を用いて
、複数のインクジェット構造体２０がそれぞれ間隔をあけて表面に配されたインクジェッ
ト基板１０を製造する方法を、図２に示す工程図に則して更に詳しく説明する。
【００４３】
　基板厚さ３００μｍでインゴットの引き出し方位が＜１００＞の単結晶シリコンウェハ
を基板１１として用意した。
【００４４】
　次に、図２（ａ）に示すように、基板片面に熱酸化により酸化シリコン膜（膜厚：約１
μｍ（約１００００Å））を形成し、圧力発生素子２１とそれを駆動する為の駆動回路を
汎用の半導体工程を用いて形成した。更に、圧力発生素子２１と駆動回路をインクから絶
縁および保護する為に、窒化シリコン膜をＰＥＣＶＤ（ｐｌａｓｍａ－ｅｎｈａｎｃｅｄ
　ｃｈｅｍｉｃａｌ　ｖａｐｏｒ　ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）により成膜した。
【００４５】
　その際、膜厚は約０．３μｍ（約３０００Å）で形成した。なお、図の寸法上、これら
の膜は非常に薄いために、圧力発生素子２１のみを記載する。また、これらの膜を形成し
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た基板の面側を表面側とし、その面と対向する面側を裏面側とする。
【００４６】
　次に、基板表面側に図２（ｂ）に示すように、以下の処理を行った。まず、後述の処理
により溶出可能なインク流路およびインクチャンバーの型２２となる、ポリメチルイソプ
ロペニルケトンを主材としたポジレジスト（東京応化工業（株）製　商品名：ＯＤＵＲ）
をスピンコートした。
【００４７】
　ついで、Ｄｅｅｐ－ＵＶ光により露光し現像を行って、所望のパターンにパターニング
した。この流路・チャンバーの型２２は、後述のエッチングの際のエッチングストップ層
も兼ねる。更に、この型２２の上にオリフィスプレート２３となるカチオン重合型エポキ
シ樹脂をスピンコートし、露光、現像工程によりインク吐出口２４を形成した。これによ
って、複数の構造体がそれぞれ間隔をあけて配された基板が形成された。
【００４８】
　次に、オリフィスプレート２３が形成された基板に、軟化点が約４０℃の環化ゴムを主
成分とする液状樹脂（東京応化工業（株）製　商品名：ＯＢＣ）を塗布した。より具体的
には、液状樹脂は各構造体間、各構造体表面、および複数の構造体を有する基板面１８に
塗布した。なお、液状樹脂は、２５℃における粘度が０．５Ｐａ・ｓ（５００ｃＰ）にな
るように、キシレンを用いて粘度を調整して使用し、塗布方法はスピンコート法を用いた
。
【００４９】
　その後、１２０℃でベークし、液状樹脂中の溶媒を気化させることで、樹脂層１４を形
成した。（工程（１）、図２（ｃ））。なお、粘度計として、Ｅ型粘度計（東機産業（株
）製　商品名：ＴＶ－２２形粘度計　コーンプレートタイプ）を用いて、２５℃条件下に
て粘度の測定を行った。
【００５０】
　次に、樹脂層を加熱しながら、チャック用フィルム１５を樹脂層１４の上に形成した（
工程（２））。チャック用フィルム１５には、導電性ポリマーが表面に配された導電性フ
ィルム（アキレス（株）製　商品名：ＳＴチャッキングフィルム）を用いた。導電性フィ
ルムの基材には厚さ４０μｍに成形されたＰＥＮ樹脂を用いた。樹脂層の加熱温度は７０
℃とし、形成装置は真空ラミネーター（（株）タカトリ製　商品名：ＴＥＡＭ－１００）
を用いた。これにより、樹脂層１４およびチャック用フィルム１５から構成される保護層
１６を有する保護層付き基板１９が形成された（図２（ｄ））。
【００５１】
　次に、基板裏面にポジレジスト２５（東京応化工業（株）製　ＯＦＰＲ：商品名）を塗
布およびパターニングをしてマスクを形成した。次いで、ＩＣＰ（Ｉｎｄｕｃｔｉｖｅｌ
ｙ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｐｌａｓｍａ）エッチング装置を用いて、基板裏面より基板表面に
形成された酸化シリコン膜に到達するまでドライエッチングを行いインク供給口２６を形
成した。
【００５２】
　その後、インク供給口２６の開口よりＲＩＥ（ＲｅａｃｔｉｖＩｏｎＥｔｃｈｉｎｇ）
により酸化シリコン膜および窒化シリコン膜を除去した。なお、これらの真空工程、即ち
真空チャンバー内での処理工程であるドライエッチングを経由してもチャック用フィルム
１５の剥がれなく、安定的な静電チャックが可能であった（図２（ｅ））。なおドライエ
ッチングは、図３に示すように静電チャック装置３０、電極電源ユニット３２、チャック
プレート３３および電極３４を備えた装置を用いて、真空チャンバー３１内で行った。
【００５３】
　続いて、ポジレジスト２５を剥離した後、８０℃に加熱しながらチャック用フィルム１
５を剥がし、キシレンを用いて樹脂層１４を溶解させることで、保護層１６を剥離した。
（図２（ｆ））
　その後、インク流路型２２をオリフィスプレート上からＵＶ光を照射して感光させ、乳
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うに、インクジェット構造体２０およびインクジェット基板１０で構成されるインクジェ
ットヘッドを得た。
【産業上の利用可能性】
【００５４】
　本発明の製造方法および基板加工方法は、所定色相を有するインクの微小な液滴を、記
録用紙上の所望の位置に吐出させることにより、画像を記録するインクジェット記録装置
に搭載されるインクジェットヘッドに適用可能である。
【符号の説明】
【００５５】
１、１１　基板
２　構造体
３　空隙
４、１４　樹脂層
５、１５　チャック用フィルム
６、１６　保護層
７　膜
８、１８　複数の構造体を有する基板面
９、１９　保護層付き基板
１０　インクジェット基板
２０　インクジェット構造体
２１　圧力発生素子
２２　インク流路およびインクチャンバーの型
２３　オリフィスプレート
２４　インク吐出口
２５　ポジレジスト
２６　インク供給口
３０　静電チャック装置
３１　真空チャンバー
３２　電極電源ユニット
３３　チャックプレート
３４　電極
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